
すべてのダイシングへ

精度を

ビジュアルブレード検査システム



ビジュアルブレード検査システム

高い精度が求められる半導体のチップ製造プロセスにおいて、最も繊細な工程の1つがダイシングプロセスです。当製品は、ウェーハ切断中に
ブレードを監視し、高い信頼性の確保と、無駄を減らします。
ビジュアルブレード検査システム（VBI）はサイクルタイムの短縮と高品質を同時に実現します。
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5.1 視覚インジケーター
電源およびI/Oの動作状況や接続状態の
表示

インターフェース 外部通信用イーサネット x 1

最大プローブ数 2

最大サンプリング周波数 125 KHz

計測プログラム
NCS（非接触外径計測）
BBD（ブレード破損検知）

I/O

絶縁
シンクまたはソース接続（以下参照）
入力回路タイプ 1 - 24 Vdc
出力回路 24 Vdc / 最大 100 mA

電源・消費電力 24V SELV - PELVタイプ

保護等級
Standard IEC 60529

IP30
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プローブ

エミッター仕様 LED

レシーバ仕様 ラインイメージセンサー 

保護等級
センサー側 IP68
コネクタ側 IP50

ケーブル長さ (最大） 1 m
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